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Definicja ptyty gtdwnej
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Zadania ptyty gtéwnej
Dobor ptyty gtownej
Budowa modutowa
Podziat ptyt gtownych
Rozmiary ptyt gtéwnych
Typy ptyt gtownych

— AT

— LPX i NLX

— BTX

— ATX

— DTX, ITX

— ETX

— WITX

— Ptyty dla gérnikow kryptowalut

— Utopia ASUS

Producenci ptyt gtdbwnych

Budowa ptyty gtéwnej

— Architektura dwuchipsetowa

— Architektura pojedynczy chipset
Chipsety

— Zadania na ptycie gtéwnej

— Mostek pétnocny

— Mostek potudniowy

Wspotczesne chipsety Intela
— P45, X58
— P55, H55, P67, 268, 277
— /297, X99, Z170
— X299, Z390, Z490

Wspoitczesne chipsety AMD
— 890, 990
— P55, P75, P85, P77, P88
— A320, B350, X370
— Seria 4001 500
Chipsety firmy Zhaoxin
— ZX-100S, ZX-200



Ptyta gtdwna

* Ptyta gtowna to ptytka drukowana bedaca
najwazniejszym elementem budowy
komputera.

* Na niej sg umieszczone (lub potgczone z nig)
wszystkie komponenty i elementy komputera.

* Od wykonania i solidnosci ptyty gtownej zalezy
jakosc i komfort pracy zestawu
komputerowego.



Co sie znajduje na ptycie gtéwne;j?

* Jakie ptyta gtowna petni zadania?

Oni majg swoj odrebny swiat




Zadania ptyty gtéwne;

* Znajduja sie na niej:
* Procesor,
 Pamiec operacyjna,
* Gniazda do zainstalowania dodatkowych kart (karty
rozszerzajyce),

* Gniazda do modutow trwatej pamieci,
* Wtyki do zasilacza,
* Interfejsy do urzadzen zewnetrznych,
e Zadania ptyty gtownej:
* Trwate umocowanie urzgdzen
e Zasilanie komponentow i modutow.
* Wzajemna komunikacja podtgczonych do niej elementéw



Parametry ptyty gtéwnej

Typ procesora

Intel, AMD

Socket procesora

Decyduje o wersji CPU

Chipset

Dostosowany do procesora
Inne mozliwosci uktadu

llos¢ pamieci RAM

Typ pamieci RAM

DDR4, DDR5

Format ptyty gtownej

Dostosowanie do obudowy (ATX i odmiany)
Problem z rozbudowg

Zt3cza dyskéw i napeddw optycznych

SATA, SATA-Express, M.2, U.2

Zintegrowane ukfady

Karta graficzna, dzwiekowa, sieciowa

llos¢ ztgczy do kart rozszerzen i rodzaj

PCl-Express x1, x4, x8, x16

Interfejsy zewnetrzne

USB 3.0, 3.1, 3.2, Thunderbolt, PS/2, HDMI,DVI,
VGA, DisplayPort,

Rodzina ptyt gtownych

AXT, ITX, DTX

Gniazda zasilajgce

20, 20+4, 24 piny




Co to jest budowa modutowa?

* Czym sie charakteryzuje?
* Jakie ma zalety i wady?



Koncepcja budowy modutowej

 Budowa modutowa (model otwarty) polega na tym, ze
komputer mozemy zestawic z wybranych przez nas
elementéw i dopasowac do naszych potrzeb (i finanséw).
— Taka koncepcja zostata zastosowana w wielu modelach

komputerow. Najbardziej znany jest komputer IBM PC z
poczatku lat 80-tych.

— |ldea budowy modutowej polega na wyposazeniu maszyny tylko
w minimum potrzebnych urzgdzen umieszczonych na jednej
ptycie drukowanej i gniazd do ktorych podtacza sie dodatkowe
urzadzenia.

— Dodatkowe moduty mogli tworzyc inni producenci
przestrzegajacy ogolnych wytycznych.

 Model zamkniety komputera polega na tym, ze
uzytkownik dostaje gotowy komputer do pracy. Nie moze
nic grzebac¢ — dodawac, odejmowac, ani wymieniac.
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Kwestie do przemyslenia

e Ktoéry z tych modeli jest lepiej dopasowany do
potrzeb uzytkownika:
— Zaawansowanego
— Poczatkujgcego?

e Ktory jest lepszy dla producenta?



Przyktad budowy modutowe;j

Casing CD-DVD

Power
SUPply

Microprocessorgt

Mzcroprocess

Video Car d \Hard Disk drive
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Sound Card
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Motherboard
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Budowa modutowa dla poczgtkujgcych
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Standardy ptyt gtownych

e Standardy ptyt pozwalajg na umieszczanie
okreslonych kart rozszerzen.

* Obudowy komputeréw muszg by¢ dopasowane
do danego typu ptyty.



PODZIAL PLYT GROWNYCH



Ptyta gtdéwna

Y
AT ATX BTX ITX DTX
! ! N
Baby AT Micro BTX Mini ITX | | Mini DTX
Pico E:X Nano ITX
Ultra ATX Fli( ATX " Pico ITX
Micro ATX Mini ATX l'| Mobile ITX
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/Zestawienie ptyt pod wzgledem rozmiaru

WTX 356x425 | Micro ATX 244x244 | ESM 149x71
AT 350305 | Pico BTX 267x203 | Nano-ITX 120%x120
EEATX 347x330 | DTX 244x203 | COM Express | 125x95
Enhanced EATX

Baby-AT 330x216 | Flex ATX 229x191 | ESM express 125%95
BTX 325x266 | Mini-DTX 203x170 | ETX/XTX 114x95
SSI CEB 305x267 | EBX 203x146 | Pico-ITX 100x72
EATX 305%330 | Micro ATX 171x171 | PC/104 (-Plus) | 96x90
(Extended ATX) (min.)

LPX 330229 | Mini-ITX 170%x170 ESMini 95x55
ATX 305x244 | Neo-ITX 170x 85 |Qseven 70x70
micro BTX 264x267 | EPIC (Express) | 165x115 |mobile-ITX 60x60
NLX 254%x228 | Mini ATX 150x150 [CoreExpress 58x65
Ultra ATX 244x367
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Rozmiary ptyt gtdwnych - porownanie
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Ptyta gtowna AT

* AT (Advanced Technology)

— Standard stworzony przez IBM w 1984 roku i
popularny do drugiej potowy lat 90-tych.

— Wadg standardu jest chaotyczne rozmieszczenie
podzespotow na ptycie.
* Ptyta ma wymiary 12 na 13,8 cala czyli
305%x350 mm.

— Baby-AT -330x216 mm
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LPX 1 NLX

LPX (Low-Profile eXtended)
to rodzina ptyt stosowana w
komputerach o niewielkich
gabarytach (desktopy).
Cechg wyrodzniajgca byta
karta rozszerzen "Riser Card"
zawierajgca uktady oraz
ztgcza komunikacyjne.

— Pozwalata na montaz innych
kart rozszerzen rownolegle do
ptyty gtownej

Wbudowane niektore
interfejsy zewnetrzne

Format LPX 13” x 9” (330mm
X 229mm)

NLX (New Low Profile
eXtended) to rozwiniecie
standardu LPX. Stosowane jest
w niskich obudowach.

Przeznaczona jest do szybkiego
montazu podzespotow.
— Umocowane sg za pomocg
specjalnych zaczepow.
Stosuje sie w nich ,,Reiser Card”
mocowang z boku ptyty.

Format NLX — 10" x 9”
(254 x 228 mm).



LPX

. —
L

H
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LX

N

NLX Motherboard
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Ptyta gtowna ATX
* ATX (Advanced Technology Extended)

— Ptyta stworzona w 1995 roku przez Intela i bedgaca
obecnie standardem.

— Procesor, pamie¢ RAM i karta graficzna s3
umieszczone blisko siebie

— Ptyta posiada duzg ilos¢ interfejsow zewnetrznych

— Wbudowane s3 podstawowe karty rozszerzen:
sieciowa, graficzna, dzwiekowa.

e Ptyta ma wymiary 12 x 9.6 cali (305 mm
X 244 mm).
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Cechy standardu ATX

Cechy charakterystyczne
Sciste okre$lenie potozenia niektérych elementdw.

— Redukcja plataniny kabli i tatwiejszy dostep do elementdow na ptycie
Procesor umieszczony z dala od kart rozszerzen — nie blokuje ich
Zasilacz ma duze jednoczesSciowe ztgcze (20 pindw — obecnie 24 piny do
PCl Express), ktérego nie da sie Zle podpigC.

— Mozliwos¢ gniazd pomocniczych dla procesora lub kart graficznych

— Mozliwos¢ kontroli zasilania z poziomu ptyty gtownej —,, miekki” wytgcznik

zasilania (inicjuje wytfgczenie na ptycie).
Umieszczenie podstawowych portow wyjsciowych na ptycie gtownej —
widoczne na tylnej scianie obudowy.
Efektywne chtodzenie uktadow

— jednoczesny nawiew i wywiew powietrza

— Odpowiednia obudowa

— Lepsze umiejscowienie elementow na ptycie



orownanie zmian formatu ATX
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Odmiany standardu ATX

Standard Rozmiar Zastosowanie
Micro ATX 244 x 244 mm | Ptyty do tanich komputerdw stacjonarnych w
9.6 x 9.6 cali obudowanych typu mini tower/desktop.
Zawiera zintegrowane karty graficzng, sieciowq i
muzyczng. Ma 1 lub 2 ztgcza PCI.
Mini ATX 150 x 150 mm | Brak kart rozszerzen (lub najwyzej jeden slot).
5.9 x 5.9 cali Stosowana w komputerach samochodowych, kinach
domowych i innych urzgdzeniach o matym poborze mocy.
Flex ATX 229 x 191 mm | Zmniejszona wersja mikro ATX do tanich komputerdow
9.0 x 7.5 cali domowych.
Ultra ATX 244 x 367 mm | Do duzych kart graficznych
9.6 x 14,4 cali
Extended 305x330 mm Do duzych kart graficznych
ATX (EATX) | 12 x 13 cali
enhanced 347%330 mm Do duzych kart graficznych
Extended 13,5 x 13 cali

ATX (EEATX)




Porownanie formatu ATX

PicoIX
Nano-ITX

Micro-ATX

Standard-ATX

28



Ptyta gtowna BTX
 BTX (Balanced Technology Extended)

— Standard stworzony w 2004 roku przez Intela, majacy
zastgpi¢ ATX. Wymaga zmian linii produkcyjnych ptyt i
nowe obudowy, co spowodowato rezygnacje z BTX.

— Nastawiony na maksymalne chtodzenie podzespotow
— Standard praktycznie nieobecny na rynku.

e Ptyta ma wymiary 13 x 10.6 cali (325 mm
X 266 mm).

— microBTX - 10.4 x 10.5 cali (264 x 267 mm)
— picoBTX - 10.5 x 8 cali (267x203 mm)
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Strefy przestrzenne BTX
zaprojektowano, aby utatwic
dostep do najczesciej

wymienialnych podzespotéw
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PCl/ PEI Express

Zdjecie z kamery termowizyjnej pokazuje dziatanie kanatu powietrznego. Jeden
wentylator z przodu nie wystarczy, konieczny jest jeszcze drugi na tylnej Sciance.




Cechy standardu BTX

Cechy charakterystyczne

Rozmieszczenie elementow ptyty gtownej, by byty lepiej chtodzone.

— strumien chtodzgcego powietrza przeptywat od przodu do tytu obudowy
komputera, a wydzielajgce duzg ilos¢ ciepta komponenty oddawaty je w tym
kierunku

Podstawowe porty wyjsciowe na ptycie gtobwnej widoczne w dolnej czesci
obudowy.

W przedniej czesci obudowy umieszczony jest duzy, dobrej jakosci wentylator
wsysajgcy chtodne powietrze do obudowy.

Elementy wydzielajgce ciepto, takie jak karta graficzna czy moduty pamieci,
umieszczone sg rownolegle do strumienia, by nie powodowac jego zaburzen.

Karty rozszerzen (np. karta graficzna) przeniesione na gore ptyty gtéwnej
Inne cechy jak dla ATX
— Redukcja plataniny kabli i tatwiejszy dostep do elementdéw na ptycie
— Procesor umieszczony z dala od kart rozszerzen — nie blokuje ich
— ,miekki” wytacznik zasilania (inicjuje wytgczenie na ptycie).
Wady
Inna obudowa



Ptyta gtbwna DTX

DTX to odmiany ATX przeznaczona dla matych
kompaktowych komputerow (szczegdlnie do
maszyn typu Media Center).

Standard wprowadzony przez AMD w 2007 roku.
Zaletg jest niska cena i mate wymiary ptyty.

Ptyta ma wymiary 8 x 9,6 cali (203 mm
x 244 mm).
— miniDTX -8 x 6,7 cali (203 x 170 mm)
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Cechy
charakterystyczne
Duzg czesc ptyty
Zajmuje procesor.
Petni role mostku
potnocnego i
potudniowego
Prawie cafg tylna
czesS¢ zajmuja
podstawowe
porty wyjsciowe
Ptyta ma jeden
slot na PCl i jeden
na PCI Express.
Mozna podpigc
tylko jeden dysk
ATA i kilka SATA.

Zalety

Niski koszt
produkcji w
stosunku do ATX
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Ptyta gtowna ITX

e ITX (Information Technology Extended) to rodzina
ptyt o niewielkich gabarytach. Stosowane s3 do
matych komputeréw, urzadzen medycznych,
tabletow i telefonow komodrkowych.

e Zalet3a sg niska cena i mate wymiary ptyt.

* Ptyty majg wymiary:
— Mini-ITX=170x 170 mn
— Neo-ITX—=170 x 85 mm
— Nano-ITX—=120 x 120 mi
— Pico-ITX—=100 x 72 mm

— Mobile-ITX=60 x 60 mm

36
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Porownanie ptyt ITX

- l

170mm

T Bt
E . X\
n

Xy o

Mobile-ITX

Mini-ITX Nano-ITX
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ETX

ETX (Embedded Technology eXtended) to ptyta do
systemow wbudowanych typu SOM (System-on-
module). S3 to urzadzenia dostosowane do
wykonywania okreslonych typu zadan.

— ETX jest popularna w przemysle, urzagdzeniach
pomiarowych i medycznych.

ETX ma zestaw urzadzen potrzebnych do pracy, duzg
ilos¢ interfejséw wejscia/wyjscia oraz ztacza
przemystowe.

ETX nazywany jest komputerem jednoptytkowym.

Format ETX 3.7” x 4.9” (95 x 125 mm)
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Ptyta gtowna WTX
(Workstation Technology Extended)

* Rodzaj ptyty gtownej stworzonej przez firme Intel w
1998 roku.

* Gtownym zastosowaniem sg serwery i wysokiej
klasy stacje robocze
— czesto wieloprocesorowe
— wyposazone w kilka twardych dyskow.

* WTX umozliwia tatwiejsze uaktualnienie konfiguracji
poprzez wymiane modutu specjalnego karty
rozszerzajgcej "Riser Card" zawierajgcej uktady oraz
ztgcza komunikacyjne.

e Ptyta ma wymiary 14 x 16.75 cali (356 x 425 mm).
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Ptyta gtdwna dla gornikow

 Komputer do generacji nowych instancji
kryptowalut musi miec specjalng ptyte gtowna.
* Wykorzystuje sie duzg ilos¢ kart graficznych
e Posiada duzg ilosc¢ ztgczy PCI-Express 16x
 Ma wbudowane ztgcza zasilajgce dla kart graficznych

e Zawiera niewielka liczbe podzespotow
* Gniazdo procesora
e Posiada 1 lub 2 ztgcza dla dyskdéw SSD (SATA lub M.2)
* Nie musi miec karty dzwiekowej
e Jedno ztacze dla pamieci RAM

e Ograniczona liczba interfejsow zewnetrznych (USB,
graficzne, RJ-45)



Zasilanie

Sloty PCl-express na karty
graficzne

44



Format przysztosciowy Utopia

* Format zaproponowany w 2019 roku przez firme ASUS,
ktory ma zrewolucjonizowac sfere ptyt gtownych.

e Zmiana potozenia podzespotow

 Format umozliwia podpinanie komponentow po obu
stronach ptyty.

7-calowy ekran OLED
wyswietla podstawowe
informacje
diagnostyczne, w tym
temperatury
kluczowych
podzespotow.
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Modutowe interfejsy zewnetrzne

* Interfejsy zewnetrzne korzystajg z 4-modutowego
nanelu.

* Pozwala to na dopasowanie potrzebnych interfejsow
i ich liczby do potrzeb uzytkownika.

 Moduty podpinane przez mini-PCle.

‘ PRIME UTOP\A
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Karta graficzna z tytu

Slot umieszczony na
krawedzi pozwala na
rownolegte podtgczenie
karty graficznej.

Karta graficzna zostaje
usunieta z przedniej
komory.

Redukuje to temperature
otaczajgcg CPU i inne
komponenty.

/miana karty zapobiega
zaktocaniu przeptywu
powietrza wzdtuz ptyty i
masywnych radiatorow
M.2.
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4 zt3cza M.2

* U dotu ptyty
znajdujg sie cztery
ztgcza M.2 z duzym

radiatorem. et
* Pozwala to na | e

Modularized I/0

Swappable 1/0 module allows users to select a

stworzenie szybkie] |[aaE T
macierzy RAID *

* Dyski SSD mogg tez |
by¢ dobrze oStk g
chtodzone co sprzyja
ich wydajnosci

k- .
— »
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Cwiczenie

* Prosze wypisac do zeszytu nazwy i parametry
1 ptyty ATX i 1 ptyty BTX.



PRODUCENCI PLYT GLOWNYCH



Najpopularniejsi producenci ptyt

gtéwnych:
Intel * Galaxy
Abit * EVGA
Gigabyte * DFI
MSI * Microstar
Asus * Via
ECS * Foxconn

Asrock  Biostar
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Gigabyte

PCB MADE IN TAIWAN.
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Asus




Abit
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Microstar
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Biostar
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Foxconn
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BUDOWA PLYTY GLOWNE)



Zegar
taktujgcy

Mt g
SE1A1RAARRRAAAIRRR S~

Procesor

Ztgcze AGP,
PCI Express .
(dla szybkich kart Magistrala FSB

graficznych)

Mostek
poétnocny

17

¥ Zewnetrzne interfejsy
(USB, LAN, COM, LPT,
PS/2, IEEE 1394)

Magistrala
wewnetrzna

. —— Ztacza ATA, SATA, SCSI
REPN S . (dla nosnikow pamieci trwatej)

Karty ISA, PCI, AMR
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Zegar
taktujgcy

i 3

Procesor

it gaag it aggg it

ich kart graficznych)

Zt3cze PCl Express

(dla szybk

RM.AAFEETM EIEIrm

BIOS

Magistrala
wewnetrzna

oisls

=
-
-
»
-
-
-
)
3
-
o
N

b
g

& '8 4 6 6 8 &4 s

(USB, LAN, PS/2)

Ztgcza SATA, SATA Express,M2, U2

Karty PCl-express
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CHIPSETY



Chipset ptyty gtowne;

* Chipset to uktad scalony (lub ich zespot)
sterujgcy praca ptyty gtowne;j.
* Chipset sktada sie z wielu modutow

— Jego zadaniem jest integracja i zapewnienie
wspotpracy komponentow komputera.

— Steruje przeptywem informacji

— Dokonuje translacji protokotéw transmisji danych

— Synchronizuje roznigce sie od siebie czestotliwosci
taktowania i poziomy napiec¢ szyn magistral.

* Dostosowany do pracy z konkretnym typem
procesora (Intel lub AMD).



Chipsety ptyty gtowne;

* Element decydujgcy o wydajnosci i niezawodnosci
zestawu komputerowego.

— Chipsetu nie da sie wymieni¢ na nowszy, jak procesora.
Wybierajgc dany model, jestesmy uzaleznieni od jego
parametrow, a jedyny sposob wymiany to zakup nowej
ptyty gtownej.

— Konfiguracja parametrow pracy poszczegolnych
podzespotow wchodzacych w sktad chipsetu zmieniana

jest poprzez BIOS.
W jednym fizycznym uktadzie (chipie) montuje sie
jak najwiecej modutow.
— Obnizenie kosztow produkgcji ptyt gtownych,
— Miniaturyzacja ptyty gtowne;
— Prostsze testowanie ptyty gtownej.
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Procesor

Y

Pamie¢ RAM

Ztacze AGP,
’ Mostek e
PCI Express H o6nocny
Zewnetrzne Magistrala
interfejsy wewnegtrzna
(USB, LAN, COM,
LPT, PS/2,
EEE1394) |y
Mostek
potudniowy
Karty ISA, PCI 6

BIOS

b E—

Zt3cza

ATA, SATA, SCSI

73



Mostek po’mocny | potudniowy

Mostek potnocny (ang.
northbridge) taczy ze soba
elementy komputera pracujace z
duzg szybkoscig i wymieniajace ze
sobg duze ilosci danych.
Zazwyczaj tgczy ze sobg procesor,
pamie¢ RAM i karte graficzng w
ztgczu AGP lub PCI-Express.

— Petni tez role bufora pomiedzy
pamieci RAM a ztgczami PCI

Z pozostatymi elementami ptyty
gtownej taczy sie za
posrednictwem mostku
pofudniowego szyng PCI lub PCI
Express.

Mostek potudniowy (ang. southbridge)
taczy ze sobg wolniejsze elementy
komputera i nie wymagajace ciggtej
transmisji duzej ilosci danych.
Zazwyczaj taczy ze sobg napedy
twardych dyskow (ztgcza ATA/SATA),
magistrale PCI, USB, BIOS, ztacze
Ethernet.

Poprzez dodatkowy uktad SIO (Super
Input/Output) obstugiwane sg
zewnetrzne ztgcza szeregowe, w tym
ztgcza myszy, klawiatury i RS-232, ztgcze
rownolegte LPT, fgcze podczerwieni
(IrDA) i Flash ROM BIOSu.
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Cwiczenie

1. Spisz z ptyty gtdwnej do zeszytu nazwy
modeli mostka potnocnego i potudniowego.

a) Zapisz ich parametry.
2. Dla ptyt z pojedynczym chipsetem zapisz jego
nazwe | parametry.
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Intel® Core™2 Duo Processor
Intel* Core™2 Qual:l Processor

10 6 GB/s
PCl Express* 2.0 16 lanes
el 16 GBYs DDR2 or DDR3
or 6.4 GB/s or 8.5 GB/s
PCl Express* 2.0 B lanes
Graphics 8 GB/s DDRZ or DDR3
E 4 GB/s or 8.5 GB/s
PCI Express* 2.0 8 lanes
Graphics 8 GB/s
Intel®*High
12 Hi-Speed USB 2.0 Ports; ElIME Definition Audio
Intel® Quiet System
Technology

Dual EHCI; USB Port Disable a5
6 Serial ATA Ports; eSATA;

Gb/s Port Disable
each

2 GB/s| DMI

500

MB/s
each x1

6 PCl Express™ x1

Intel® Integrated

10/100/1000 MAC Intel® Matrix

LPC lor SPI Storage Technology

Intel® Turbo Memory
G105 Support with User Pinning
Intel®* Extreme Tuning
Support S ----Optional

Intel® Gigabit LAN Connect

P45 obstuguje procesory z FSB 200/266 i 333MHz, chip zawiera
zestaw mnoznikéw strap, umozliwiajgcych obstuge FSB 400MHz. 78



3 x PCI-E x1
Expansion Slots

PCI Slots

Floppy
Connector

Intel P45
Northbridge

Onboard
USB
Headers

2 x PCI-E x16
Expansion Slots

ICH10R
Southbridge

Rear I/0 Panel

SRS  8-pin CPU
: : Power
Connector

LGA775 CPU
Socket

—
. Pnn \ a !PL;%«'

. 4 x240-pin
DDR2 DIMM

llllllHlHII?

Slots

24- pln ATX Power Connector

IDE Connector
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Chipset X58 dla procesorow Nehalem (Intel LGA1366)

DDR3 memory 8.5 Gb/s
Imtel cur‘I'Ea nlliir;mecessm DOR3 memory 8.5 Gb/s
DDR3 memory 8.5 Gb/s

QP (25.6 GB/s)

PCl Express* 2.0 Graphics

Support for up to
Multi-card configurations:
1x16, 2x16, 4%8 or
other combination

36 lanes

2 GB/s| DMI

12 Hi-Speed USB 2.0 Ports; maallaia
Dual EHCI; USB Port Disable Rl

Intel® High
Dafinition Audio

: - 500 3 B Serial ATA Ports; eSATA;
Arlafiear MEB/s L Port Disable
each %1 =

Intel” Matrix
Storage Technology
Intel* Turbo Memaory
with User Pinning
BIOS Support

Intel® Extreme Tuning
support B - Optional

Intel® Integrated
10/100/1000 MAC

LPC | or 5P

Intel* Gigabit LAN Connect




Asus P5T Deluxe dla core i7
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Chipset P55 LGA1156 Procesory Lynnfield

PCl Express* 2.0

GfﬁphiES 16 GB/s DOR3
10.6 GB/s
PCl Express™ 2.0 8 lanes
Graphics 8 GB/s DDR3
10.6 GB/s
PCl Express* 2.0 8 lanes
Graphics B8 GB/s
Z GB/s]| DMI
- . Intel® High
Dual EHCI; USB Port Disable [T Definition Audio

16 lanes

: . 200 6 Serial ATA Ports; eSATA:
B PCl Express” x1 = ¥ d
P MB/s Gb/s Port Disable
each x1 a3ch
Intel™ Matrix
101001000 MAC Storage Technalogy

SP1

FCle™ x1 . 5M Bus

Intel® ME Firmware
and BIOS Support

Intel® Extreme Tuning
Support B -+ Optional

Intel* Gigabit LAN Connect
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Chipset H55 LGA1156 Westmere

PCl Express* 2.0

Digital display: HOMI*, DVI,
DisplayPort* with HDCP;
Lossless digital audio®

Dual EHCI; USEB Port Disable

Intel® Integrated
10/100/1000 MAC

pcle* x1| | sMBus

Intel® Gigabit LAN Connect

16 lanes
16 GB/s

12 Hi-Speed USB 2.0 Ports; RallatE

gach

Intel DM

FDI?

SPI

Intel® ME Firmware

Intel® High
Definition Audio

500

HMBfs
sach x1

& PCI Express* X1

3 6 Serial ATA Ports; eSATA;

Ghis
each

Port Disable

and BIOS Support
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PCI Express* 2.0 16 lanes
Graphics 16 GB/s |

or

| POExpresszo DGR B0

Graphics § 8 GBIs |

' PCl Express* 2.0 8 lanes I '
Graphics 8 GB/s

[ =

Intel DMI
Digital display: HOMI*, DVI - S

igital display: *, DVI, i Intel* High
DisplayPort* (including eDP), : - ‘ 1 gef&tﬁion'gudio
Lossless digital audio®

8 PCl Express* 2.0

14 Hi-Speed USB 2.0 Ports; Rty
Dual EHCI; USB Port Disable '

6 Serial ATA Ports; eSATA;

Intel* Integrated 4 ol :
10/100/1000 MAC L : 346 Gb/s Port Disable

pcie* x1] | sMBus Intel” Rapid

b Intel* ME Firmware Storage Technology
Intel® Gigabit LAN Connect and BIOS Support :

Intel* Extreme Tuning Response Technology
Support

B ----Optional

Intel® Z68 Express Chipset Platform Block Diagram
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PCl Express* 2.0 Graphics

Support for
multi-card configurations
2X16 & 1x8

or
1x16 & 3x8
or
1xX16 & 2x8 2x4

14 Hi-Speed USB 2.0 Ports;
Dual EHCI; USB Port Disable

Intel® Integrated
10/100/1000 MAC

Intel® Gigabit LAN Connect

Theoretical maximum bandwidth

40 lanes
total

1 GB/s

each x1

hi-directional

480 Mb/s

DMI
20 Gb/s

Intel® ME Firmware
and BIOS Support

DDR3 memory 12.8 GB/s
DDR3 memory 12.8 GB/s
DDR3 memory 12.8 GB/s

DDR3 memory 12.8 GB/s

Intel* High
Definition Audio
L UBIS 8 PCl Express* 2.0
goach x1

up to
6 Gb/s®

Intel* Extreme Tuning
Support

2 Al SATA ports capable of 3 Gbls. 2 ports capable of 6 Gbis.

Intel® X79 Express Chipset Block Diagram

6 Serial ATA Ports; eSATA;
Port Disable

Intel® Rapid Storage
Technology enterprise 3.0

B ----Optional

v,

Tha X719 chipast
Yagh ok 2

CLOSEX
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Ptyta MSI LGA 2011
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DDRZ
up to 1600 MHz

DDR3
vp to 1600 MHz

1x16 lane - PCl Express* 3.0

or
2x8 lanes - PCl Express™ 3.0
or

1x8 & 1x4 lanes -

Processor
Graphics
PCl Express*® 3.0 +

1x4 lanes for Thunderbolt™ DI

3 Independent
Display Support

dx USE 3.0Ports:;
10x USE 2.0 Ports:
Dual EHCI: USE Port Disable

Inte " High
Definition Audio

g PCl Express* 2.0

6 Serial ATA Ports; eSATA;
Port Disable

Intel® Rapid Storage
Technology

Responsiveness
Technologies**

Intel® Integrated
10/100/1000 MAC 5P|

PCe* x1| | SMBus

Intel® ME B8.x Firmware
and BIOS Support

Intel® Gigabit LAN Connect

Intel® Extreme Tuning
Support B Optional
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1x16 lanes
PCI Express* 3.0 Graphics

-

2x8 lanes
PCl Express 3.0 Graphics

OR
1x8 and 2x4 lanes
PCl Express 3.0 Graphics

8]

Three Independent
Display Support

Up to 8 x PCI Express 2.0

Up to 6 x USB 3.0 Ports

14 x USB 2.0 Ports
XHCI; USB Port Disable

Intel® Integrated
10/100/1000 MAC

SM Bus

Intel® Ethernet Connection

. Optiona

5 Gb/s each x1

Upto 5 Gb/fs

Chipset 297

4th Generation and
5th Generation Intel®
Core™ Processors

Processor Graphics

DMl 2.0

ntel® FDI

Intel® Z97
Chipset

SPI

Intel® ME 9.1 Firmware
and BIOS Support

Intel® Extreme Tuning

Utility Support

Intel” Device Protection
Technology with Boot Guard

DDR3/3L
Up to 1600 MHz

Up to & Ghys

DDR3/3L
Up to 1600 MHz

Intel® High
Definition Audio

6 x SATA ports, eSATA;
Port Disable

Intel® Rapid Storage

Technology for
PCl Express Storage

Intel® Rapid Storage
Technology with RAID

Intel® Smart Connect
Technology

Intel® Rapid Start
Technology

92



o™
(0))]




Chipset X99

Haswell Refresh &
Haswell Processor

Support

Manageability and
Security Features

SATA Express " Intel® Small Business
Support , Advantage

' Flexible 1/0 Port S . Integrated USB 3.0

Selection o | e (with Streams support)

’

High Speed SATA ‘ .
6 Gb/s support for ‘ P ; Storage Power Savings

SSD/HDDs

3 PCl Express™ 2.0
Intel” Rapid Storage ~ at5 GT/s

Technology 13
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Skylake-S DT/AIO Platform (All 10 Possibilities)

2DPC:DDR4/-RS, 2133MHz
DDR3L/-RS, 1600MHz
Max memory: DDR3L/-RS

« DDR4 64GB using 8Gb DDR3L/-RS
DDR4/-RS

WiFi (x1 PCle + CLINK) .
BT- USB2/UART+I2S

A 4

»
>

SMLinkO
Thermal e

Proximity, Ambient
Light
Sensors* 9

HDAudio

12C_ISH

m——es

L USB3/2

ISy
Camera

eDP panel

38x21@ 60Hz 40x23 @ 60Hz
w 30bpp (PSR2) 40x21 @ 24Hz

x4 PCle/SATA

# S TPM (SP))

| BIOS, FW, Flash

eSPI

* Adaptive AIO

USB PD

: x1 PCle + SMLinkO

S re
SS+HS USB3 walkup -
ports -
HS UsB2walkupporis & = e
SPI/I2C/USB2 :

X4 PCle

<
«

‘_Touch Screen I

usB2

A
L] s

expansion slots

g Finger Print Sensor
usB2

— AIO Only
Intel Confidential — Do Not Forward

DT Only




1x16 lanes
PCl Express* 3.0 Graphics

OR

2x8 lanes
PCl Express* 3.0 Graphics

OR

1x8 and 2x4 lanes
PCl Express* 3.0 Graphics

Three independent
Displays Support

Up to 20x PCl Express* 3.0

Up to 10x USB 3.0 Ports
14x USB 2.0 Ports
XHCI; USE Port Disable

™~

Intel® Integrated
10/100/1000 MAC

PCle x1

SMBus

Intel® Ethernet Connection

8 Gb/s each x1

Intel® Core™
17-6700K

Processor
Intet* HD Graphics 530

DMI 3.0

Intel® Z170
Chipset

SPI

Intel® ME 11 Firmware
and BIOS Support

Intel® Extreme Tuning
Utility Support

Intel® Device Protection

Technology with Boot Guard

Up to 6 Gb/s

DDR4/DDR3L
Up to 2133/1600 MHz

DDR4/DDR3L
Upto 2133/1600 MHz

Intel® High Definition Audio

6x SATA ports, eSATA; Port Disable

( Intel® Rapid Storage Technology

for PCI Express Storage

&

N

Intel® Smart Sound Technology




170

Procesor ma dwukanatowy kontroler pamieci, obstugujgcy moduty
DDR3L (DDR3 o obnizonym napieciu zasilania) i DDR4.

— Nie jednoczesnie i zwykle nie na jednej ptycie.
Procesor Skylake ma 16 linii PCI Express 3.0 i czteroliniowe tgcze DMI
3.0 do mostka potudniowego Z170.

— Wydajne ztgcze utatwi podtaczanie szybkich nosnikdéw SSD i innych
urzgdzen tgczem U.2 (o nim wiecej za chwile) czy USB 3.1.

Chipset Z170 ma 20 linii PCI-E dla urzadzen peryferyjnych. To tez
Zznaczgca zmiana, bo producenci ptyt gtownych bedg mogli podtgczyc
wszystkie kontrolery szybkich interfejsow bezposrednio do chipsetu,
bez stosowania skomplikowanych przetgcznikow PCI-E. Oczywiscie,
przepustowosc tgcza DMI miedzy CPU a chipsetem jest mniejsza niz
wszystkich interfejsow, ktore zapewnia sam chipset, ale dopdki nie
wykorzystujemy wszystkiego naraz, nie sprawi to problemu.

Producent ptyty gtdbwnej moze zaoferowac jednoczesnie kontroler USB
3.1i ztgcza M.2, bez koniecznosci dezaktywowania jednego, kiedy
obsadzone jest drugie.

Wraz z ptytami LGA1151 pojawia sie nowy typ ztgcza dla nosnikéw
danych: U.2.



ow I/0

/170
lexibility - Skylake PCH

Zagospodarowanie 26 port

—_—
—

e #20

e #19

e #18

e #17

e #16

e #15

e #14

'SATA #1*

e #13

_mwdr,mo« ._oum

e #12

Tcm

e #11

e #10

e #9

e #8

e #7

e #6

e #5

SB3 #10

_vﬂo #4

SB3 #9

_va #3

SB3 #8

_va #2

SB3 #7

__xuo #1

HSIO Port

SB3 #6
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SB3 #5

SB3 #4

SB3 #3

SSIC #2

SB3 #2

SSIC #1

SB3 #1




Porty I/0 Z170

* Wiecej urzadzen moze by¢ bezposrednio podtgczonych
do mostka.

* Producenci ptyt gtownych Z170 nie bedg musieli
stosowac dodatkowych przetgcznikow, ktére czasem
musiaty odcinac jedne urzadzenia, gdy pracowaty drugie.

— Nie oznacza to, ze wszystkie podtgczone urzadzenia beda
mogty dziatacC jednoczesnie z maksymalng wydajnoscia.

e Szesc pierwszych portow jest zarezerwowanych dla ztgczy
USB 3.0

* dwa z nich majg zawsze gwarantowa¢ maksymalna
wydajnos¢ w kazdym scenariuszu.

* Pozostate porty moga by¢ dowolnie wykorzystywane przez
producentow ptyt gtownych.
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X-299

Skylake-X or
PCl Express 3.0 Kaby Lake-X
Processor

Upto4 CH
DDR4-2667

DMI 3.0

Intel®
X299

Chipset

PCl Express 3.0
SATA 3.0

Intel LAN PHY

Enhanced SPI HDAudio

SPI SMBus

LPC

103



X-299

Uktad logiki Intel X299, o nazwie kodowej Basin Falls-X
Ma zapewniac¢ do 24 linii sygnatowych PCl Express 3.0
Obstuguje czterokanatowo moduty pamieci RAM typu
DDR4-2667 (natywnie).

— 4-rdzeniowy procesor Kaby Lake-X ma obstugiwac pamiec
RAM dwukanatowo, cho¢ zegar ma by¢ taki, jak w Skylake-X.

— X299 obstuguje tylko jeden modut na kanat (X99 dwa) - ?
X299 oferuje miedzy innymi

— dziesie¢ portow USB 3.0, osiem portow USB 2.0,

— kontroler Serial ATA 6 Gb/s — osiem portow,

— kontroler sieci przewodowych Intel Jacksonville,

— SPI, Enhanced SP, SMBus, LPC, HD Audio i inne, standardowe
elementy PCH.



NEW INTEL" CORE™ X-SERIES PROCESSOR

Skylake-X and Kaby Lake-X
More core options: PrOCESSOFS ‘gl ort for Update: Intel® Turbo Boost Max

18,16, 14,12, 10, 8, 6, and 4 up to four- Technology 3.0°
channel DDR4

Discrete
graphics _

Rebalanced Intel® Smart i ; ,. Support for Qverclocgirlg with
Cache hierarchy’ PR A extreme edition and “X" SKUs

Intel® - Integrated memory controller:

Turbo Boost Technology Up to four channels DDR4 26667

N VIBDEBCARDZ com
Intel® Hyper-Threading [:]-

Technology s Up to 44 lanes PCle* 3.0
(Intel® HT Technology) :
Intel® X299

Chipset

sosciicat Ppo n the SK
N sbatinced Eachs hidhiichy. Sed plat tade forteeats 25 Power = 165W and 140W3
2 Wy availabl S s . 9 . .

g;sz;; able on SKUs 7820X, 7900X, 7920X, 7940X, 7960X, Socket: LGA 2066

3. 7640X and 7740X SKUs have 112W TDP
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INTEL 2390 CHIPSET BLOCK DIAGRAM

1x16 lanes PCI Expres
Graphics or Intel SSD

8™ Gen DDR4 2xDIMMs per Channel
Intel® Core™ Up 10 2666 MH2'
Processors

Z2x8 lanes PCl Express® 3.0
Graphics and Intel SSD

DDR4 2xDIMMs per Channel

Intel* UHD Graphics Up 10 2666 MH2'

1x8 and 2x4 lanes
PCl Express* 3.0 Graphics
and Intel SSD

Three Independent
DP/HDMI Display Support

intel* Optane™ Memory
Support’

DMI 3.0

Intel* Smart Sound
Technology'

Up to 24 x PCI Express* 3.0

8Gh/s eachx

6 x SATA 6 Gb/s Ports;

SATA Port Disable Intel® High Definition Audio'
4 > nc

Intel® 2390
Up to 6 x USB 3.1 Gen 2 Ports; Chipset
Up to 10x US8 3.1 Gen 1 Ports;

14 x USB 2.0 Ports

Intel* Rapid Storage
Technology with RAID!

Intel* Rapid Storage
Technology for PCI

Intel® Integrated Express® Storage'

10/100/1000 MAC

Intel* ME Firmware

-y *w 9. )  enatie )
l_~‘\lu‘ \1} \ yMBus |

Intet® Wireless-AC 802.11a¢

and Bluetooth* 5

intel* Platform Trust

lechnology’ Intel* Wireless-AC Adapter

Intet® Extreme Tuning
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INTEL" 2490 CHIPSET BLOCK DIAGRAM

1x16 lanes PLI Express

Graphics or Inte

10" Gen

Intel® Core™
Processors

Intel® UHD Graphics

(DMI3.0)

(8 Ghfseachx1)
LS —

Intel® 2490
Chipset

Intel® Ethernet Connection

Intel® Extreme Tuning
Utility Support

Intel® Rapid Storage
Technology for PCI
Express® Storage’
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Nowe chipsety segmentu
konsumenckiego

Nowe ptyty gtowne LGA 1200 z nowej serii Intel 500

— na przetomie marca i kwietnia 2021 roku przygotowuje sie
modele z chipsetami 2590, H570, B560 i H510, a miesigc
pozniej pojawig sie konstrukcje W580 dla stacji roboczych

— w segmencie biznesowym nadal bedg dostepne modele
Q47O 2 202
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N T TP AN i1 AL ARG
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Q470  (Wam)
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Nowa platforma Rocket Lake-S

Embedded DisplayPort 1.4a

{ b,
Increased performance with new

processor core architecture

New X¢ graphics architecture

{ R
Enhanced Display
(Integrated HDMI 2.0, HBR3)

{ N
Enhanced Media

(12bit AV1/HEVC, E2E compressionh

N
New Overclocking Features N

and Capabilities

\, J

Integrated CNVi & Wireless-AX

2.5Gb Ethernet Discrete LAN

Intel® Software Guard Extensions (SGX) have been
removed from Rocket Lake-S CPUs & platform

DDR4 2Ch/2DPC

Rocket Lake-S
Processor

‘

Intel® Wireless-AX

- CNVi/PCle

PCle 3.0

=~ USB3 (ZOG) .
SATA3.0 SERIAL

ey

I
| : HD Audio, MIPI SoundWire
spl X SMBus

Intel LAN
2.5GbE l
eSPI

LPC / eMMC / SD 3.0 / SDXC* (removed)'

1) Intel® Rocket Lake-S Chipset does not support the LPC, eMMC, SD3.0 or SDXC interfaces.

Increased DDR4 speed

CPU PCle* 4.0 lanes

’

Added x4 CPU PCle* lanes =
20 total CPU PCle 4.0 lanes

CPU Attached Storage or Intel®
Optane™ Memory

USB Audio Offload

Integrated USB 3.2 Gen 2x2 (20G)

Y

Discrete Intel® Thunderbolt 4
(USB4 compliant)

~

New with Rocket Lake-S Platform

112



Chipsety B660, H670 oraz W680

Wsparcie dla PCle 5.0

Wsparcie dla pamieci DDR5

— wiekszosc¢ ptyt Z690

— niektore oferujg wytacznie wsparcie dla DDR4

Obstuga Intel Dynamic Memory Boost
Obstuga XMP 3.0
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Ptyty pod H610 i B660
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) —

DDR3 - 1333

-

MOIPd PClExpress 2.0

1|x16 / 2x8
PCl Express 2.0 I I

5 16GB/s
1x4 PCl
Express® 2.0 GPP

14 x USB 2.0

PCI Interface

HD Audio

=

2x1 PCI

1xX16/ 2xé
1668/5;

Express® 2.0 GPP

65nm
IOMMU
2X16 or 4x8

6x1 PCI
m Express® 2.0 GPP

6 x SATA 6Gbps
Parallel ATA

Gigabit Ethernet



DP/HDMI/DVI e ——

1 x16 PCl Express 2.0

4

AMD FM1
APU

4 x1 PCI Express 2.0
-H

500 MB/s

each x1

e Bt DDR3 Memory

Unified Media Interface {UMI)

2GE/s

4 x1 PCl Express 2.0
GPP

e

14 High-Speed USB 2.0 Ports
2 USE 1.1 Ports

Integrated Display DAC (VGA)

AMD A55
FCH

—

Integrated Clock Gen

High Definition Audio

6 Serial ATA Ports, eSATA

5D Controller

Consumer IR

A

A A A

LPC/SPI

y

APU Fan Control via SB-TSI

BIOS Support
(Up to 16 MB)



Ptyta Gigabyte z chipsetem A55
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DPFHDMIDVI i}

1 x16 PCI| Express 2.0

-

AMD FM1
APU

4 %1 PCI Express 2.0
H

200 MBIs
4 x1 PCl Express 2.0 aach x1
GPP -

4 USB 1.0 Ports
10 High-Speed USE 2.0 Ports
2 USB 1.1 Ports

Integrated Display DAC [WGA)

DODRI Memory

Unified Madia Interface (LIMI

FAE 21}

AMD A75
FCH

—

G-

Consumer IR

ﬁ‘

High Delinition Audic

G Serial ATA Ports, eSATA

A A

LPCISPI

Y

:

APU Fan Control via SB-TSI

BIOS Support
(Up to 16 MB)
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AMD HSA Memory
APU
e

dx PCle 2.0 x1 Integrated
\ 2 GB/s UM VGA DAC

4z USE 3.0 Inteqrated

HD Audio
AMD ABEX
10x USB 2.0 FCH Integrated
Clock Generator

8x SATAGBGDh)=s Con=umer IR

(RAID 0, 1, 5, 10} S
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1% PCle x16 or PCle 3.0
2% PCle x8 Graphics ' .

1% PCle 2.0 x4 or PCle 2.0

4% PCle x1

3% Legacy PCI




Ptyta Biostar z A88

= 4 x DDR3 Slots

----- « Front USB 3.0 Header

DIGH+ VRM = - -+ AMD® A88X Chipset

« SATA 6Gb/s Ports

HDMI = 5
VGA Port »
DVI-D Port «
USB 3.0 Ports
LAN «
Audio
PCI Express 3.0/2.0 Slot =-

124



N
B

i 'J?.'ﬂﬂ'
it i

!
il .H"!”"

e 8
.i““"‘[ “A :-

CHIPSETY DLA AMD RYZEN

125



AMD RYZEN GPU BLOCK DIAGRAM
BY GAMERSNEXUS.NET

T - T

et WrCie Genz 6P
FNEXUS PCIe W X370 350/etc ->

" - TR

PCle Gen3 10 A |z« 1 x e

SATA + x2 PCle GP

GAMERS; WNEXT

c 14HUM

SYS MGMT

126



Platforma AMA4

Procesory AM4 sg uktadami SoC (System on a Chip),
— Zawierajg wiekszosc¢ funkcji potrzebnych do zbudowania podstawowego komputera.
— Maja kontroler dyskéw, USB, PCI-E.
Procesory Ryzen (Summit Ridge) majg 24 linie PCl Express 3.0:
— 4 s3 uzywane do potaczenia z mostkiem potudniowym.
— 16 linii stuzy do wymiany danych z kartg graficzng
— 4 linie zostajg do innych zastosowan (nosnik SSD, USB 3.1 itd.)
Liczbe wyprowadzonych z procesora linii PCI-E ogranicza liczba potgczen w
podstawce AM4 — wszystkie przyszte procesory do tej podstawki bedg mogty
mie¢ maksymalnie 24 linie PCI-E.
Sktadniki platformy:
— Socket AM4 - 1331 pinéw
— Wsparcie dla pamieci DDR4
— Obstuga USB 3.1 Gen2
— Wsparcie NVMe & PCI-E Gen 3.0
— Obstuga ztgczy dyskowych M.2
— Porzucenie ztgczy VGA ( przy lepszych chipsetach)
AMD Platform Chips & CPU
— Chipsety -- X370/B350/A320/ X300
— CPU -- Summit Ridge/ Bristol Ridge



Chipsety AM4

AMD przygotowato szesc roznych chipsetéw dla platformy AMA4.
— A300, B300, X300
— A320
— B350
— X370
Trzy pierwsze to ten sam ukfad z réznymi kombinacjami wytgczonych
funkc;ji.
Oznaczenia literowe:
— A — Essential (wersja ekonomiczna)
— B — Mainstream (B - business)
— X —Enthusiast (X - Extreme)
Ideg tej platformy jest stworzenie rozwigzania uniwersalnego. Ma

pozwoli¢ stworzyC prosty, niewielki komputer jak i rozbudowang
maszyne dla wymagajgcych graczy.

Podziat spetnia raczej zadanie marketingowe i ma powigzac niektore
funkcje z jakoscig ptyty gtownej. Od producentow ptyt gtdwnych zalezy,
czy udostepnig wysokie mnozniki pamieci i zapewnig odpowiednig jakosc
sygnatow.



Chipsety X300, B300 i A300

* Chipsety: X300, B300 i A300 nie sg typowymi mostkami
potudniowymi — to bardzo niewielkie uktady bez
zadnych kontrolerow interfejsow wejscia-wyjscia.

— Catosc operacji wejscia — wyjscia realizuje procesor AMD.
Posiada wszystkie potrzebne moduty.

* Chipsety 300 s3 podtaczone do procesora tgczem SPI
(Serial Peripheral Interface) i spetniajg wytacznie
pewne funkcje zwigzane z bezpieczenstwem:

— zapewniajg miedzy innymi mechanizm secure boot oraz
obstuge modutu TPM (Trusted Platform Module).

e Te minichipsety dla ptyt mini-ITX maja pozwoli¢ na
zbudowanie ptyty ITX z mniejszg liczbg warstw

laminatu, a wiec tanszej od ptyt z podstawka LGA1151
Intela.



Chipset A/B/X 300

1x 8x PCI-E 3.0 (Bristol Ridge)

DDR4-2400 Dual Channel

AMD

A series 9xxx 4xUSB3.1gen1
(USB 3.0)

2 x SATA3
2 x NVMe

4 linie PCI-E 3.0

A300/
B300/
X300

) TPM, Secure Boot
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Chipsety A320, B350 i X370

Chipsety: X370, B350 i A320 majg wbudowany kontroler USB 3.1
— dwa porty majg predkos¢ Gen 2 (USB 3.1),
— szes¢—Gen 1 (USB 3.0)

Chipsety majg osiem linii PCI-E 2.0 do podtgczenia dodatkowych
kontrolerow lub urzadzen peryferyjnych.

Platformie AM4 brakuje obecnie mozliwosci zbudowania konfiguracji RAID
z nosnikow NVMe.

Pobierana moc wynosi okoto 5,8W (dla B350)
Mozliwosci chipsetow
— Chipset X370 ma umozliwia¢ podkrecanie procesora i tagczenie kart graficznych
w konfiguracje SLI albo CrossFire.

— B350 zapewni petng wydajnos¢ platformy, ale z mniejszymi mozliwosciami
podkrecania i mniejszg iloscig linii PCI-Express. Uktad zapewnia wsparcie dla
PCl-Express 3.0, USB 3.1 (Gen. 2), NVMe czy SATA Express.

— Chipset A320 przeznaczony bedzie dla budzetowych lub miniaturowych PC-
téw. Zapewni tylko 4 linie PCI-Express (drugiej generacji) i wsparcie dla USB 3.1
Gen. 2, USB 3.1 Gen. 1i USB 2.0 w ilosci kolejno 1, 2 i 6 portéw. Zabraknie
mozliwosci overclockingu.



Chipset A320, B350i X370

1x 16x PCI-E 3.0 lub DDR4-2400 Dual Channel
2 x 8x PCI-E 3.0 (Summit Ridge)

AMD
A series 9xxx 4xUSB3.1gen1

(USB 3.0)
2 x SATA3
. 2 Xx NVMe

4 linie PCI-E 3.0
PCI-E 2.0/ 3.0
USB 3.1 gen 2
USB3.1genl
USB 2.0
— SATA3

SATA Express
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Chipsety 400

AMD przygotowato trzy rozne chipsety dla platformy AM4.
— A420
— B450
— X470
Oznaczenia literowe:
— A —Essential (wersja ekonomiczna)
— B — Mainstream (B - business)
— X —Enthusiast (X — Extreme)
Kompatybilnos¢ z procesorami wsteczna i wprzod
Cechy Chipsetow
— Obstuga PCl Express 3.0
— Kodek dzwiekowy ROG SupremeFX (Realtek ALC1220)

— Efektywniejsze zuzycie energii i wydajnos¢ podsystemu 1/0, szczegdlnie kontroleréow
USB w sytuacji, kiedy uzywanych jest kilka urzadzen USB jednoczesnie.

Druga generacja uktadow Ryzen bedzie miata lutowane rozpraszacze ciepta, a
nie paste termoprzewodzacy.

— Lepsze chtodzenie i mozliwos¢ podkrecania
Nowe modele laptopéw z mobilnymi Ryzenami.

— konstrukcje z osobnym GPU w konfiguracji switchable graphics (lub do wykorzystania
jednoczesnie w trybach explicit multiadapter w nowoczesnych API graficznych).
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Chipsety 500

 AMD przygotowato trzy kolejne chipsety dla platformy AM4.
— A520, B550, X570 (plotki wymieniajg jeszcze X590 i X599)
* Oznaczenia literowe:

— A — Essential (wersja ekonomiczna), B — Mainstream (B - business), X —
Enthusiast (X — Extreme)

 Kompatybilnos¢ z procesorami wsteczna i wprzod

MAX I/O

Graphics Support
Storage Support
Chipset Uplink

General Purpose
Lanes

SoC USB Ports

Overclocking
Support

Dual Graphics
Support

400 Series X570 B550 A520
AMD Chipset AMD Chipset AMD Chipset AMD Chipset

16 PCle Gen4, 12 SATA, 10 PCle Gen3, 6 SATA, 6 PCle Gen3, 4 SATA,
12 USB (8x SuperSpeed) 18 USB (2x SuperSpeed) 9 USB (1x SuperSpeed)

PCle Gen 3 x16 PCle Gen 4 x16 PCle Gen 4
PCle Gen 3 PCle Gen 4 PCle Gen 4

PCle Gen 3 x4 PCle Gen 4
PCle Gen 2 PCle Gen 4

USB3.1Genl

X470 Only



AMD X570

X570 to chipset przeznaczony do wydajnych ptyt gtownych - dla graczy i grafikow.
Ptyty X570 wykorzystujg podstawke AM4,

— S3 kompatybilne z procesorami Ryzen 2000 ,,Pinnacle Ridge” i ,,Raven Ridge” oraz Ryzen 3000
,Matisse” i , Picasso”.

Procesory AMD Ryzen majg 24 linie PCI-Express
— 16 przeznaczono do potgczenia kart graficznych (jednej x16 lub dwdch x8/x8),
— 4 przeznaczono dla nosnika M.2,
— 4 pozostate wykorzystano do komunikacji z chipsetem.

Chipset oferuje maksymalnie 16 linii PCI-Express 4.0, do dyspozycji producentéw ptyt.

Obstugiwane interfejsy
— do 14 gniazd SATA 6 Gb/s,
— do trzech ztgczy M.2 NVMe,
— do 4 portéow USB 2.0 i do 12 portéw USB 3.1 10 Gb/s.

Dodatkowe technologie
— W modelach ATX i E-ATX przewidziano cztery banki pamieci DDR4
— Mozliwos¢ potaczenia kart graficznych w SLI lub CrossFireX (tansze modele oferujg tylko CrossFireX)
— dwa lub trzy ztgcza M.2.

— Mogga tez pojawic sie karty sieciowe 2.5, 5G lub 10G LAN oraz bezprzewodowa tgcznos¢ Wi-Fi 6
(802.11ax).

Pobdr mocy

— Wszystkie ptyty majg rozbudowane systemy chtodzenia, co jest zwigzane z zastosowaniem mocnych
sekcji zasilania.

— Chipset ma wysoki pobdr energii - 10 W. Wiekszos¢ ptyt bedzie miata na radiatorze uktadu logiki maty
wentylator.



AMD X570

AMD X570: THE MOST MODERN 1/0

8x SuperSpeed USB 10Gbps Ports
| |

4x Hi-Speed USB 480Mbps Ports 8x PCle® 4.0 Lanes
4x SuperSpeed USB 10Gbps Ports ol B L . i i

= it Pick one:
= i 1x4 PCle® 4.0 Lanes

20x PCle® 4.0: : _
i PCle® 4.0 x4 : 2x2 PCle® 4.0 Lanes
16x Graphics - AMD X570 Chipset 4x1 PCle® 4.0 Lanes

4x Chipset Downlink : 4x SATA 6Gbps

Pkk_me: S . — Pick one:
1x4 NVMe 4x SATA 6Gbps 1x4 PCIe: 4.0 Lanes
2x SATA + 1x2 NVMe d 1 1 ixi r,g::’ :g lL.:n::
2x2 NVMe X { n
AMD Storng Storage 4x SATA 6Gbps
Acceleration Support

12x Flexible PCle® Gen 4 |.anes:

16x Graphics PCle® Gen 4 Lanes
8x General Purpose PCle® Gen 4 lanes 2x3iNVMe dETA BGupS 4x SATA 6Gbps Ports
12x SuperSpeed USB 10Cbps Ports It MMBIE B SATA BGOPS 1x4 PCle® Cen 4 Uplink to CPU

4x Hi-Speed USB 480Mbps Ports S bivtic

Configuration varies by motherboard

AMD CONFIDENTIAL AMDa




AMD X570 — PCIl-Express 4.0

3RD GEN RYZEN™ PROCESSOR: THE MOST UNCONSTRAINED I/0

x PERIPHERAL BANDWIDTH 2x GRAPHICS BANDWIDTH

L

m——

4x SuperSpeed PCle® 4.0 X16
USB 10Gbps Ports - — Graphics

- .

aMpal  Ryzen !

AMD X570 PCle® 4.0 x4

Chipset 8GB/s

I PCle® 4.0 x4

Storage 2GR

ol /Z

Competitor PCle® 3.0 x16

Competitor Chipset Ploces o —_— Graphics

(To all USB, Storage, Etc.)




Potgczenia chipsetu AMD X570

AMD X570 CHIPSET: FLEXIBLE LANES AND CONFIGS

x4 PCle® PHY

2x SATA 2x SATA

x4 PCle® PHY

x4 PCle® PHY

x4 PCle® PHY

x4 PCle® PHY

x16 PCle® Gen 4

x8 PCle® Gen 4

x8 PCle® Gen 4

x4 PCle® Gen 4

A 4

Chipset Uplink to 3" Gen
AMD Ryzen™ Processor

L 4 v

x4 PCle® Gen 4

x4 PCle® Gen 4

x4 PCle® Gen 4

x4 PCle® Cen 4

x2 x2

%2 x2

X2 x2

x2 x2

x11]x1

X111 x1 |} x1

N —

N —

2x SATA 2x SATA

AMD CONFIDENTIAL

R —

4x SATA

N —

4x SATA

Pick one:
1x4 PCle® 4.0 Lanes
2x2 PCle® 4.0 Lanes
4x1 PCle® 4.0 Lanes
4x SATA 6Gbps

Pick one:
1x4 PCle® 4.0 Lanes
2x2 PCle® 4.0 Lanes
4x1 PCle® 4.0 Lanes
4x SATA 6Gbps

AMDZU
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AMD B550

B550 to chipset do sredniej potki zestawow komputerowych
(Mainstream).

Uktad komunikuje sie z procesorem za pomocg czterech linii PCI-Express
3.0.

Obstuguje interfejsy
— cztery linie PCI-Express 3.0 i osiem PCl-Express 2.0
— Do osmiu gniazd SATA (z obstugg macierzy RAID 0, 1i 10)
— Dwa porty USB 3.1 i szes¢ USB 2.0. Nie zawiera USB 3.0.

Nowe ptyty zaoferujg wsparcie dla podkrecania procesora i tgczenia 2 kart
graficznych.
Niestety nie wspiera PCl-Express 4.0

— Mozliwe jest wykorzystanie linii PCI-Express 4.0 wychodzgcych z procesora

— Procesor moze sie komunikowa¢ poprzez PCI-E 4.0 x 16 z kartg graficznag

— Mozliwe jest podpiecie jednego nosSnika SSD na M.2 poprzez PCI-E 4.0 x4

Ptyty gtowne z nowym chipsetem zapowiedzieli juz tacy producenci, jak
MSI, ASRock, Gigabyte czy ASUS.
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Pierwsza ptyta z AMD B550
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AMD A520

A520 to chipset do konstrukcji budzetowych z
najnowszymi Ryzenami.

Obstuguje interfejsy:

— Do 4 ztgczy SATA

— Do 9 portow USB

Nie bedzie obstugiwat Pci-Express 4.0.

Nie pozwoli na przetaktowywanie procesorow.

Chipset znajdzie zastosowanie w tanich
zestawach, komputerach do biur, terminalach.



AMD A520
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ZX-100S

* Chipset wspotpracuje z procesorami serii ZX-C
* Obstuguje wszystkie komponenty komputera.
— Karta graficzna na PCle 3.0
— Dwukanatowa pamie¢ RAM DDR3 1600 MHz
— Karta sieciowa 1 GbE
— Kodek Audio
— Wyjscia cyfrowe HDMI, Display Port i analogowe VGA
— Do 12 ztgczy SATA 3.0
— 6 ztgczy USB 2.0 i 3 zt3cza USB 3.0
— Inne urzadzenia wejscia/wyjscia
— Zintegrowana karta graficzna



ZX-100S
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ZX-200

Nowy Chipset wspotpracuje z procesorami serii KX-5000
Rozdziat zadan miedzy procesor a chipset

Procesor obstuguje

— Karta graficzna na PCle 3.0

— Dwukanatowa pamie¢ RAM DDR4

— Wyjscia cyfrowe HDMI, Display Port i analogowe VGA

— Kodek Audio

— Urzadzenia wejscia/wyjscia

Chipset obstuguje pozostate komponenty komputera.
— Karta sieciowa 1 GbE

— 4 Ztgcza SATA

— 6 ztgczy USB 2.0, 3 ztgcza USB 3.0 i 2 ztgcza USB 3.1 (typ C)
— 4 linie PCle 2.0
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POWTORZENIE



O OoNOULEWN R

N R R R R R RRRRBR
CLW®WNOULEWNEO

Pytania

Podaj definicje ptyty gtownej

Jakie komponenty znajdujg na sie na typowej ptycie gtownej?

Jakie zadania ma realizowa¢ w komputerze ptyta gtowna?

Co to jest budowa modutowa?

Podaj zalety i wady budowy modutowe;j.

Czy sie rozni komputer stworzony w modelu otwartym od modelu zamknietego?
Dlaczego stworzono zestandaryzowany system ptyt gtownych?

Jaki zakres wymiaréw maja ptyty gtéwne?

Opisz ptyte w standardzie AT.

Opisz ptyte w standardzie LPX.

Opisz ptyte w standardzie NLX.

Opisz ptyte w standardzie ATX.

Co wzieto pod uwage uporzgdkowujgc elementy na ptycie gtdwnej ATX?
Opisz ptyte w standardzie BTX.

Jak wzieto pod uwage problem chtodzenia projektujgc ptyte BTX?

Opisz ptyte w standardzie DTX.

Opisz ptyte w standardzie ITX.

Opisz ptyte w standardzie ETX.

Opisz ptyte w standardzie WTX.

Opisz ptyte przeznaczona do kopania kryptowalut.



21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

Pytania

Wymien znanych ci producentow ptyt gtownych.

Wymien znanych ci producentow ptyt gtownych.

Omow budowe ptyty gtdwnej w architekturze mostek potnocny - mostek potudniowy
Omow budowe ptyty gtdwnej w architekturze procesor - chipset

Co to jest chipset?

Jak chipset jest uzalezniony od procesora?

Jakie zadania petni na ptycie gtownej chipset?

Czym sie rézni mostek poétnocny od potudniowego?

Jakie zadania realizuje mostek potnocny?

Jakie zadania realizuje mostek potudniowy?

Opisz zasade funkcjonowania chipsetu Intela P45.

Jakie zmiany wprowadzono w chipsecie X587

Omow architekture zastosowana po raz pierwszy w chipsecie P55.

Czym sie réznia chipsety oznaczone literami P od tych z literami H oraz Z?

Opisz dziatanie chipsetu obstugujgcego procesor z wbudowanym rdzeniem
graficznym.

Czym sie wyrdznia chipset Z68?

Opisz chipset X79.

Wymien zmiany zwigzane z chipsetem Z77.
Scharakteryzuj zadania chipsetu Z87.

Opisz chipsety z rodziny 9x (297, H97, X99).



41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Pytania

Czym sie wyrodzniaja chipsety w architekturze SkylLake?

Jak chipset korzysta z linii PCI-E do obstugi urzagdzen peryferyjnych?
Jak chipset zagospodarowuje porty wejscia/wyjscia (1/0)?

Opisz chipset Intel X299, Z390, Z490.

Scharakteryzuj chipsety AMD 790FX, 890FX, 990FX.

Czym sie wyrdznia chipset AMD A557?

Opisz zmiany w chipsetach A75 i A85.

Jakg zmiane zastosowano w chipsecie A88?

Czym sie wyrodznia platforma AMD AM4?

Czym sie charakteryzujg chipsety X300, B300 i A300?

Opisz wtasciwosci chipsetow A320, B350 i X370.

Porownaj generacje AMD A420, B450, X470 z ich poprzednikami.
Porownaj generacje AMD A520, B550, X570 z poprzednikami.

Omow budowe i zastosowanie chipsetow ZX-100S i ZX-200 firmy
Zhaoxin.
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